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Robo Bonder

Roboterunterstütztes 3D-Wirebondsystem
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Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Dickdrahtbonder für beliebige Bauteilorientierungen zu

entwickeln. Dazu wird ein Dickdraht-Bondkopf an einem 6-Achsroboter montiert.
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F&S BONDTEC Semiconductor GmbH


